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Breve descripcion del trabajo a desarrollar por el estudiante:

Se pretende automatizar unos tanques de metalizado que existen en el laboratorio de
manera que el usuario final pueda programar el proceso necesario (electroplating) dependiendo
del metal a depositar. Se realizara un control automatico de la temperatura, de la corriente
necesaria en las planchas de anodo y catodo y el movimiento oscilatorio de los paneles dentro del
bafo electrolitico.

En la figura 1 se muestra un conjunto de tanques similar al que se va a automatizar.

Los controles de corriente y temperatura se realizaran usando un Arduino Mega y un
shield donde se instalara el driver del motor que genera el movimiento, los sensores de
temperatura, los calentadores de los liquidos que forman el bafo, y la corriente que circula por el
bafo electrolitico.

Se estudiara la posibilidad de realizar una simulacion en COMSOL (figura 2) de la corriente
necesaria para la deposicidén requerida en un tanque de las dimensiones que vamos a usar. Eso
proporcionara datos interesantes para poder dimensionar la fuente de alimentacion que se
utilizara en el bafo electrolitico.



http://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/entidad/02B082
https://www.comsol.com/blogs/electroplating-simulations-for-printed-circuit-board-designers/
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Ilustracion 1: Tanques de metalizado similares a los que vamos a controlar para asegurar un
correcto metalizado con Cu y Sn de placas de circuito impreso.

— Plated copper

Ilustracion 2: Seccion de una via metalizada y simulacion quimica del metalizado.

El prototipo serd modelado en 3D con Solidworks y COMSOL y la PCB con ALTIUM.
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https://www.comsol.com/electrodeposition-module

